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Modul m it TninHftst ans zwei Paaren von Modul-Ansch lussplatten 

Die Erfindung bezieht sich auf einen Modul mit einem Chip mit Chip- 
Anschlusskontakten, welcher Modul einen Mittelpunkt aufweist und welcher Modul fur die 
Verwendung in einem zum kontaktlosen Kommunizieren ausgebildeten Datentrager 
vorgesehen ist, welcher Datentrager den Modul mit dem Chip mit Chip- 
Anschlusskontakten und zusatzlich mindestens einen mit dem Chip elektrisch leitend 
verbundenen weiteren elektrischen Bauteil mit Bauteil-Anschlusskontakten enthalt, wobei 
das elektrisch leitende Verbinden zwischen dem Chip und dem mindestens einen weiteren 
Bauteil entsprechend zwei entgegengesetzten Polaritaten realisiert werden kann. 

Die Erfindung bezieht sich weiters auf einen Datentrager, der zum kontaktlosen 
Kommunizieren ausgebildet ist und der einen Modul mit einem Chip mit Chip- 
Anschlusskontakten und zusatzlich mindestens einen mit dem Chip elektrisch leitend 
verbundenen weiteren elektrischen Bauteil mit Bauteil-Anschlusskontakten enthalt. 

Die Erfindung bezieht sich weiters auf cine Leiterrahmenkonfiguration, die zur 
Herstellung von einem wie vorstehend in dem ersten Absatz beschriebenen Modul 
vorgesehen ist und die einen Mittelpunkt aufweist. 

Bin Modul entsprechend der vorstehend in dem ersten Absatz beschriebenen 
Ausbildung und ein Datentrager entsprechend der vorstehend in dem zweiten Absatz 
beschriebenen Ausbildung und eine Leiterrahmenkonfiguration entsprechend der 
vorstehend in dem dritten Absatz beschriebenen Ausbildung sind aus dem Patentdokument 
WO 02/095673 Al bekannt Bei den bekannten Losungen ist die Ausbildung so getroffen, 
dass der Modul einen Chip mit nur zwei Chip-Anschlusskontakten aufweist und dass der 
Modul nur zwei Modul-Anschlussplatten aufweist, wobei jede Modul-Anschlussplatte 
elektrisch leitend ausgebildet ist und mit einem Chip-Anschlusskontakt elektrisch leitend 
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verbunden ist und zum elektrisch leitenden Verbinden mit einem Bauteil-Anschlusskontakt 
eines einzigen weiteren Bauteils vorgesehen ist. 

Die bekannten Ausbildungen weisen somit eine wesentliche Einschrankung 
auf, und zwar deshalb, weil diese Ausbildungen nur fur ein Zusatnmenwirkcn des Moduls 
5 und des in diesem Modul enthaltenen Chips mit einem einzigen weiteren Bauteil mit zwei 
Bauteil-Anschlusskontakten, namlich mit einer tfoertragungsspule mit zwei Spulen- 
Anschlusskontakten, geeignet sind Bei den bekannten Ausbildungen kannen die zwei 
Modul-Anschlussplatten auf unverwechselbare Weise nur mit diesen zwei Bauteil- 
Anschlusskontakten in Kontaktverbindung gebracht werden, wobei es nicht von Bedeutung 

1 0 ist, mit welcher Polaritat der weitere Bauteil, also die Ubertragungsspule, mit den Modul- 
Anschlussplatten und folglich mit den Chip-Anschlusskontakten verbunden ist. Das 
elektrisch leitende Verbinden zwischen dem Chip und dem weiteren Bauteil kann somit auf 
vorteilhafte Weise entsprechend zwei entgegengesetzten Polaritaten realisiert werden, was 
bei der Produktion eines Datentragers einen wesentlichen Vorteil bildet, weil jeder Modul 

1 5 sowohl bei in ihrer Ausgangs-Position befindlichen Modul-Anschlussplatten als auch bei 
in ihrer gegeniiber der Ausgangs-Position um 1 80° verdrehten Position befindlichen 
Modul-Anschlussplatten mit dem einzigen weiteren elektrischen Bauteil verbunden werden 
kann. 



20 

Die Erfindung hat sich zur Aufgabe gestellt, die vorstehend erwabnte 
Einschrankung zu beseitigen und einen verbesserten Modul und einen verbesserten 
Datentrager und eine verbesserte Leiterrahmenkonfiguration zu realisieren. 

Zur Losung der im vorstehenden angetuhrten Aufgabe sind bei einem Modul 
25 gemaB der Erfindung erfindungsgemaBe Merkmale vorgesehen, so dass ein Modul gcmafi 
der Erfindung auf die im Nachfolgenden angegebene Weise charakterisierbar ist, namli ch: 

Modul mit einem Chip mit Chip-Anschlusskontakten, welcher Modul einen 
Mittelpunkt aufweist und welcher Modul fur die Verwendung in einem zum kontaktlosen 
Kommunizieren ausgebildeten Datentrager vorgesehen ist, welcher Datentrager den Modul 
30 mit dem Chip mit Chip-Anschlusskontakten und zusatzlich mindestens einen mit dem Chip 
elektrisch leitend verbunden en weiteren elektrischen Bauteil mit Bauteil- 
Anschlusskontakten enthalt, wobei das elektrisch leitende Verbinden zwischen dem Chip 
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und dem rnindestens einen weiteren Bauteil entsprechend zwei enlgegengesetzten 
Polaritaten realisiert werden kann, und wobei der Modul einen Chip mit mindestens zwei 
Paaien von Chip-Anschlusskontakten aufweist und wobei der Modul mindestens zwei 
Paare von Modul-Anschlussplatten aufweist, wobei die zwei Modul-Anschlussplatten von 
jedem Paar zum elektrisch leitenden Verbinden mit den Bauteil-Anschlusskontakten von je 
einem von mindestens zwei weiteren Bauteilen vorgesehen sind und wobei jede Modul- 
Anschlussplatte eine Plattenflache mit einer bestimmten Form aufweist und elektrisch 
leitend ausgebildet ist und mit einem Chip-Anschlusskontakt elektrisch leitend verbunden 
ist und wobei die Formen der Plattenflachen der zwei Modul-Anschlussplatten von jedem 
Paar gleich sind und wobei die Formen der Plattenflachen der Modul-Anschlussplatten von 
verschiedenen Paar en unterschiedlich sind und wobei die Formen der Plattenflachen der 
Modul-Anschlussplatten in einer Ausgangs-Position der Modul-Anschlussplatten ein 
bestimmtes Platten-Muster ergeben und derart unterschiedlich sind, dass bei einem von der 
Ausgangs-Position ausgehenden gemeinsamen Drehen aller Modul-Anschlussplatten um 
eine in Relation zu den Plattenflachen senkrecht verlaufende und durch den Mittelpunkt 
hindurchgehende Achse das gleiche Platten-Muster stets nach einem gemeinsamen Drehen 
um jeweils 180° sich ergibt. 

Zur Losung der vorstehendend angefuhrten Aufgabe sind bei einem 
Datentrager gemaB der Erfindung erfindungsgemaBe Merkmale vorgesehen, so dass ein 
Datentrager gemaB der Erfindung auf die im Nachfolgenden angegebene Weise 
charakterisierbar ist, namlich: 

Datentrager, der zum kontaktlosen Kommunizicren ausgebildet ist und der 
einen Modul mit einem Chip mit Chip-Anschlusskontakten und zusatzlich mindestens 
einen mit dem Chip elektrisch leitend verbundenen weiteren elektrischen Bauteil mit 
Bauteil-Anschlusskontakten enthalt, und wobei der Modul gemaB der Erfindung 
ausgebildet ist und wobei die Modul-Anschlussplatten von jedem Paar von Modul- 
Anschlussplatten mit den Bauteil-Anschlusskontakten von je einem von mindestens zwei 
weiteren Bauteilen verbunden ist. 

Zur Losung der im vorstehenden angefuhrten Aufgabe sind bei einer 
Leiterrahmenkonfiguration gemaB der Erfindung erfindungsgemaBe Merkmale vorgesehen, 
so dass eine Leiterrahmenkonfiguration gemaB der Erfindung auf die im Nachfolgenden 
angegebene Weise charakterisierbar ist, namlich: 
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Leiterrahmenkonfiguration, die zur Herstellung von einem Modul gemaB der 
Erfindung vorgesehen ist und die einen Mittelpunkt aufweist, wobei die 
Leiterrahmenkonfiguration mindestens zwei Paare von Modul-Anschlussplatten aufweist, 
wobei die zwei Modul-Anschlussplatten von jedem Paar zum elektrisch leitenden 
Verbinden mit den Bauteil-Anschlusskontakten von je einem von mindestens zwei 
weiteren Bauteilen vorgesehen sind und wobei jede Modul-Anschlussplatte eine 
Plattenflache mit einer bestimmten Form aufweist und elektrisch leitend ausgebildet ist und 
mit einem Chip-Anschlusskontakt elektrisch leitend verbunden ist und wobei die Formen 
der Plattenflachen der zwei Modul-Anschlussplatten von jedem Paar gleich sind und wobei 
die Formen der Plattenflachen der Modul-Anschlussplatten von verschiedenen Paaren 
unterschiedlich sind und wobei die Formen der Plattenflachen der Modul-Anschlussplatten 
in einer Ausgangs-Position der Modul-Anschlussplatten ein bestimmtes Platten-Muster 
ergeben und derart unterschiedlich sind, dass bei einem von der Ausgangs-Position 
ausgehenden gemeinsamen Drehen aller Modul-Anschlussplatten urn eine in Relation zu 
den Plattenflachen senkrecht verlaufende und durch den Mittelpunkt hindurchgehende 
Achse das gleiche Platten-Muster stets nach einem gemeinsamen Drehen um jeweils 180° 
sich ergibt. 

Durch das Vorsehen der Merkmale gemaB der Erfindung ist auf baulich 
einfache Weise und mit einem nur sehr geringen Zusatzaufwand erreicht, dass sich ein 
Modul gemaB der Erfindung nicht nur zum Zusammenwirken mit einem einzigen weiteren 
Bauteil eines Datentragers eignet, sondern dass sich ein Modul gemaB der Erfindung zum 
Zusammenwirken mit mindestens zwei weiteren Bauteilen eines Datentragers eignet. Als 
weitere Bauteile konnen vorgesehen sein: eine ftbertragungsspule, eine 
Anzeigeeinrichtung, beispielsweise ein LED, ein mit der Hand betatigbarer 
Sicherheitsschalter, eine Temperatuimesseinrichtung, eine Feuchtigkeitsmesseinrichtung, 
eine Energieversorgungseinrichtung mit Solarzellen und einiges andere mehr. Durch das 
Vorsehen der MaBnahmen gemaB der Erfindung ist in dem vorstehend erwahnten 
Zusammenhang der Vorteil erreicht, dass trotz der Verwendung von mehreren weiteren 
Bauteilen das elektrisch leitende Verbinden zwischen dem Chip und den mehreren 
weiteren Bauteilen auf vorteilhafte Weise bei jedem dieser Bauteile entsprechend zwei 
entgegengesetzten Polaritaten realisiert werden kann. Weiters ist auf vorteilhafte Weise 
erreicht, dass die Modul-Anschlussplatten leicht und sicher voneinander unterschieden 
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werden kdnnen, weil die Formen der Plattenflachen der Modul-Anschlussplatten von 
verschiedenen Paaren von Modul-Anschlussplatten unterschiedlich sind. Durch diese 
unterschiedliche Ausbildung der Modul-Anschlussplatten von verschiedenen Paaren von 
Modul-Anschlussplatten ist erreicht, dass trote der Verwendung von mehreren weiteren 
Bauteilen das Herstellen einer falschen Kontaktverbindung zwischen den Modul- 
Anschlussplatten und den Bauteil-Anschlusskontakten ausgeschlossen ist, und zwar 
deshalb, weil die mehreren Modul-Anschlussplatten nur in ihrer Ausgangs-Position und in 
ihrer gegenuber der Ausgangs-Position um 180° verdrehten Position ein bestimmtes 
Platten-Muster ergeben und daher mit Hilfe von beispielsweise optischen Mitteln, aber 
auch mit Hilfe von mechanischen Mitteln oder auf andere Weise wirksamen Mittehi es 
leicht moglich ist, das bestimmte Platten-Muster zu detektieren und ein Verbinden der 
mehreren Modul-Anschlussplatten mit den Bauteil-Anschlusskontakten nur dann 
zuzulassen und durchzufiihren, wenn die mehreren Modul-Anschlussplatten sich in ihrer 
Ausgangs-Position oder in ihrer gegenuber der Ausgangs-Position um 180° verdrehten 
Position befinden und folglich das gewunschte bestimmte Platten-Muster ergeben. Somit 
ist stets gewahrleistet, dass trotz der Verwendung von mehreren weiteren Bauteilen jeder 
Bauteil uber seine Bauteil-Anschlusskontakte mit den richtigen Modul-Anschlussplatten 
und folglich mit den richtigen Chip-Anschlusskontakten verbunden ist. 

Es kann erwahnt werden, dass aus dem Patentdokument US 5 005 282 ein 
Modul bekannt ist, der aber fur die Verwendung in einem Datentrager vorgesehen ist, der 
ausschlieBlich zum kontaktbehafteten Kommunizieren vorgesehen und ausgebildet ist. Der 
bekannte Modul weist hierbei insgesamt acht Modul-Anschlussplatten auf, die aber nicht 
zum elektrisch leitenden Verbinden mit zusatzlichen weiteren Bauteilen ausgebildet sind, 
weil dies bei dem bekannten Modul nicht erforderlich ist und folglich auch gar nicht 
sinnvoll ist. Die acht Modul-Anschlussplatten weisen teilweise unterschiedliche 
Plattenflachen auf, die in einer Ausgangs-Position ebenso ein bestimmtes Platten-Muster 
ergeben, jedoch sind die Formen der Plattenflachen derart unterschiedlich, dass bei einem 
von der Ausgangs-Position ausgehenden gemeinsamen Drehen aller Modul- 
Anschlussplatten um eine in Relation zu den Plattenflachen senkrecht verlaufende und 
durch den Mittelpunkt hindurchgehende Achse das gleiche Platten-Muster erst nach einem 
gemeinsamen Drehen um jeweils 360° sich ergibt und nicht bereits nach einem 
gemeinsamen Drehen um jeweils 180° sich ergibt, so dass die durch die 180° 
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Wiederholung des Platten-Musters ermoglichtenProduktionsvorteile bei der bekannten 
Losung nicht erzielbar sind. Die aus dem Patentdokument US 5 005 282 bekannte Losung 
ist somit in baulicher Hinsicht deutlich unterschiedlich zu den erfindungsgemaBen 
Losungen und bietet nicht die Vorteile der erfindungsgemaBen Losungen. 

Bei den Losungen gemaB der Erfindung konnen die Modul-Anschlussplatten 
beispielsweise in vier zueinander senkrecht verlaufende Richtungen von dem Mittelpunkt 
weg sich erstrecken. Bei den Losungen gemaB der Erfindung hat es sich aber als sehr 
vorteilhaft erwiesen, wenn zusatzlich die Merkmale gemaB dem Anspruch 2 bzw. dem 
Anspruch 9 vorgesehen sind. Eine solche Ausbildung kommt den bisherigen und 
bekannten Ausbildungen, die sich nur fur das AnschlieBen von einem einzigen weiteren 
Bauteil an einen Modul eignen, in der baulichen Ausbildung sehr nahe, so dass bereits 
bestehende und bisher verwendete Montageeinrichtungen auch zum Montieren von 
Modul en gemaB der Erfindung in einem Datentrager verwendet werden konnen. Weiters ist 
eine solche Ausbildung im Hinblick auf eine besonders hohe Sicherheit gegen ein falsches 
Zusammenfugen von Modul-Anschlussplatten und Bauteil-Anschlusskontakten vorteilhaft. 
Weiters ist eine solche Ausbildung sehr einfach. 

Bei den vorstehend beschriebenen erfindungsgemaBen Losungen konnen die 
Formen der Plattenflachen von zwei nebeneinander liegenden Modul-Anschlussplatten sich 
als Folge der Umfangsverlaufe dieser zwei Modul-Anschlussplatten voneinander 
unterscheiden. Als sehr vorteilhaft hat es sich aber erwiesen, wenn die Formen der 
Plattenflachen von zwei nebeneinander liegenden Modul-Anschlussplatten als Folge der 
Charakteristiken der diese zwei Modul-Anschlussplatten trennenden Trennzone 
unterschiedlich sind. Dies hat den Vorteil, dass die Plattenflachen in ihrem 
Umfangsbereich keine besonderen Verlaufe und Merkmale aufweisen mussen und folglich 
abgesehen von der Trennzone die gleichen Verlaufe aufweisen konnen, wie dies von 
bestehenden Modul-Anschlussplatten bekannt ist. 

Bei den erfindungsgemaBen Losungen kann als Charakteristikum der 
Trennzone die Form der Trennzone ausgeniitzt werden. Beispielsweise kann die Trennzone 
bogenformag oder sagezabnformig oder wellenfbrmig ausgebildet sein. Als sehr vorteilhaft 
hat es sich aber erwiesen, wenn bei den erfindungsgemaBen Losungen als Charakteristikum 
der Trennzone deren Verlauf ausgeniitzt wird, wobei es besonders vorteilhaft ist, wenn eine 
zwischen zwei nebeneinander liegenden Modul-Anschlussplatten liegende Trennzone 
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schrag zu der Hauptrichtung verlauft. Dies ist im Hinblick auf eine einfache bauliche 
Ausbildung und im Hinblick auf eine einfache und kostengiinstige Herstellbarkeit der 
Trennzone vorteilhaft. 

Als besonders vorteilhaft hat es sich hierbei erwiesen, wenn die Trennzone 
geradlinig verlauft. Dies ist vorteilhaft, weil hierdurch ermoglich ist, die Trennzone mit 
Hilfe von verschiedenen Verfahren und auf einfache Weise herstellen zu konnen. 

Bei den erfindungsgemaBen Losungen kann zur Herstellung des Moduls und 
der Modul-Anschlussplatten ein beispielsweise faserverstarkter Kunststoff verwendet 
werden, der mit einer elektrisch leitenden Schicht versehen ist, wobei die elektrisch 
leitende Schicht zur Bildung der Modul-Anschlussplatten ausgeniitzt ist. Als sehr 
vorteilhaft hat es sich aber erwiesen, wenn die Modul-Anschlussplatten mit Hilfe von einer 
I^iterrahmenkonfiguration hergestellt worden sind. Eine solche Ausbildung ist deshalb 
besonders vorteilhaft, weil eine Leiterrahmenkonfiguration praktisch gar nicht 
hygroskopisch ist und folglich sehr resistent gegen Feuchtigkeitseinflusse ist. 

Die vorstehend angefuhrten Aspekte und weitere Aspekte der Erfindung gehen 
aus den im nachfolgenden beschriebenen Ausfuhrungsbeispielen hervor und sind anhand 
dieser AusfUhrungsbeispiele erlautert. 

Die Erfindung wird im Folgenden anhand von sieben in den Zeichnungen 
dargestellten Ausfuhrungsbeispielen weiter beschrieben, auf die die Erfindung aber nicht 
beschrankt ist. 

Die Figur 1 zeigt auf schematisierte Weise in einer Ansicht von oben einen 
Modul gemaB einem ersten Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung. 

Die Figur 2 zeigt schematisch in einer Ansicht von oben einen Datentrager 
gemaB der Erfindung mit einem Modul gemaB der Figur 1 . 

Die Figur 3 zeigt in einer Ansicht von oben einen Teil eines 
Leiterrahmenbandes, das eine Mehrzahl von Leiterrahmenkonfigurationen enthalt, wobei 
sowohl Leiterrahmenkonfigurationen gemaB einem ersten Ausfuhrungsbeispiel der 
Erfindung als auch Leiterrahmenkombiriationen gemaB dem Stand der Technik vorgesehen 
sind. 

Die Figur 4 zeigt auf schematische Weise in Draufsicht insgesamt sechs 
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weitere Leiterrahmenkonfigurationen gemaB sechs weiteren Ausfiihrungsbeispielen der 
Erfindung. 

Die Figur 1 zeigt einen Modul 1 . Der Modul 1 ist plattenformig ausgebildet 
und weist eine moglichst geringe Bauhohe auf, die in dem bier vorliegenden Fall etwa 
220 um betragt. Die Bauhohe kann in einem Bereich zwischen 190 um und 400 um liegen. 
Der Modul 1 besteht aus einer Leiterrahmenkonfiguration 2 und aus einem Chip 3. Der 
Chip 3 enthalt eine nicht dargestellte Schaltung, mit deren Hilfe ein kontakHoses 
Kommunizieren mit einer hierfur geeigneten Kommunikationsstation durchfiihrbar ist. Der 
Chip 3 weist Chip-Anschlusskontakte 4, 5 und 6, 7 auf. Auf den Zweck der 
Anschlusskontakte 4 bis 7 ist nachfolgend noch naher eingegangen. 

Der Modul 1 und die Leiterrahmenkonfiguration 2 weisen einen Mittelpunkt 8 
und eine durch den Mittelpunkt 8 hindurchgehende Hauptachse 9 und eine ebenso durch 
den Mittelpunkt 8 hindurchgehende Nebenachse 10 auf. 

Der Modul 1 ist fur die Verwendung in einem zum kontaktlosen 
Kom munizi eren ausgebildeten Datentrager 1 1 vorgesehen. Der Datentrager 1 1 ist in der 
Figur 2 dargestellt. Der Datentrager 1 1 enthalt als elektrischen Bauteil den Modul 1 mit 
dem Chip 3, der die Chip-Anschlusskontakte 4, 5, 6 und 7 aufweist. Weiters enthalt der 
Datentrager 1 1 zwei weitere elektrische Bauteile, von denen der erste weitere Bauteil durch 
eine Obertragungsspule 12 zum kontaktlosen Kommunizieren und der zweite weitere 
Bauteil durch einen Sicherheitsschalter 13 zum Sperren bzw. Freigeben der Funktionalitat 
des Chips 3 und folglich des Datentragers 1 1 gebildet ist. Der erste weitere Bauteil, also die 
Ubertragungsspule 12, weist zwei Bauteil-Anschlusskontakte auf, namlich zwei Spulen- 
Anschlusskontakte 14 und 15. Der zweite weitere Bauteil, also der Sicherheitsschalter 13, 
weist ebenso zwei Bauteil-Anschlusskontakte auf, namlich zwei Schalter- 
Anschlusskontakte 16 und 17. Die Spulen-Anschlusskontakte 14 und 15 und die Schalter- 
Anschlusskontakte 16 und 17 sind mit den Chip-Anschlusskontakten 4 und 5 bzw. 6 und 7 
elektrisch leitend verbunden, worauf nachfolgend noch naher eingegangen ist. Bei dem 
Datentrager 1 1 ist aufgrund der elektrischen Eigenschaften der tfoertragungsspule 12 und 
des Sicherheitsschalters 13 der Sachverhalt gegeben, dass das elektrisch leitende Verbinden 
zwischen dem Chip 3 bzw. den Chip-Anschlusskontakten 4, 5 und 6,7 und den weiteren 
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Bauteilen, also der Obertragungsspule 12 und dem Sicherheitsschalter 13, entsprechend 
zwei entgegengesetzten Polaritaten realisiert werden kann. Bei der in der Figur 2 
dargestellten Losung ist der erste Spulen-Anschlusskontakt 14 mit dem ersten Chip- 
Anschlusskontakt 4 und ist der zweite Spulen-Anschlusskontakt 15 mit dem zweiten Chip- 
Anschlusskontakt 5 und ist der erste Schalter-Anschlusskontakt 16 mit dem dritten Chip- 
Anschlusskontakt 6 und ist der zweite Schalter-Anschlusskontakt 17 mit dem vierten Chip- 
Anschlusskontakt 7 elektrisch leitend verbunden. Es konnte aber auch der Fall sein, dass 
der Modul 1 und folglich der Chip 3 in einer um 1 80° verdrehten Position in den 
Datentrager 1 1 eingebaut ist, wobei dann mit dem ersten Spulen-Anschlusskontakt 14 der 
zweite Chip-Anschlusskontakt 5 und mit dem zweiten Spulen-Anschlusskontakt 15 der 
erste Chip-Anschlusskontakt 4 und mit dem ersten Schalter-Anschlusskontakt 16 der vierte 
Chip-Anschlusskontakt 7 und mit dem zweiten Schalter-Anschlusskontakt 17 der dritte 
Chip-Anschlusskontakt 6 verbunden ist. Auch bei dieser Losung ist eine einwandfreie 
Funktion des Datentragers 11 sichergestellt 

Wie vorstehendbereits erwahnt, bildet die Leiterrabmenkonfiguration 2 einen 
wesentlichen Bestandteil des Moduls 1. Eine solche Leiterrahmenkonfiguration 2 ist in 
einer hohen Anzahl in einem Leiterrahmenband 1 8 enthalten, das in der Figur 3 teilweise 
dargestellt ist Das Leiterrahmenband 18 enthalt die Leiterrahmenkonfigurationen 2, wobei 
die Anzahl der Leiterrahmenkonfigurationen 2 von der Lange des Leiterrahmenbandes 18 
abhangig ist Zusatzlich zu den Leiterrahmenkonfigurationen 2, die eine Ausbildung gemafl 
der Erfindung aufweisen, sindbei dem Leiterrahmenband 18 zusatzlich auch noch weitere 
Leiterrahmen 19 vorgesehen, deren Ausbildung dem bekannten Stand der Technik 
entspricht 

Wie vorstehend ebenso bereits erwahnt, weist der Chip 3 insgesamt vier Chip- 
Anschlusskontakte 4, 5, 6 und 7 auf. Diese vier Chip-Anschlusskontakte 4, 5, 6 und 7 
bilden hierbei zwei Paare 20 und 21 von Chip-Anschlusskontakten, wobei das erste Paar 
20 aus dem ersten Chip-Anschlusskontakt 4 und dem zweiten Chip-Anschlusskontakt 5 
besteht und wobei das zweite Paar 21 aus dem dritten Chip-Anschlusskontakt 6 und dem 
vierten Chip-Anschlusskontakt 7 besteht 

Bei dem Modul 1 und bei der Leiterplattenkonfiguration 2 ist die Ausbildung 
so getroffen, dass der Modul 1 und die Leiterrahmenkonfiguration 2 zwei Paare 22 und 23 
von Modul-Anschlussplatten 24, 25 und 26, 27 aufweist Die erste Modul-Anschlussplatte 
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24 und die zweite Modul-Anschlussplatte 25 bilden hierbei das erste Paar 22 von Modul- 
Anschlussplatten. Die dritte Modul-Anschlussplatte 26 und die vierte Modul- 
Anschlussplatte 27 bilden hierbei das zweite Paar 23 von Modul-Anschlussplatten. Die 
Modul-Anschlussplatten 24 und 25 bzw. 26 und 27 von jedem Paar 22 bzw. 23 sind zum 
5 elektrisch leitenden Verbinden mit den Bauteil-Anschlusskontakten 14 und 1 5 bzw. 1 6 und 
17 von je einem weiteren BauteiL namlich der Obertragungsspule 12 bzw. des 
Sicherheitsschalters 13, vorgesehen. Die Modul-Anschlussplatten 24, 25, 26 und 27 sind 
somit mit Hilfe von der Leiterrahmenkonfiguration 2 hergestellt worden. Dies bedeutet, 
dass die Modul-Anschlussplatten 24, 25, 26 und 27 elektrisch leitend ausgebildet sind. Die 
10 Modul-Anschlussplatten 24, 25, 26 und 27 sind mit den Chip-Anschlusskontakten 4, 5, 6 
und 7 elektrisch leitend verbunden, und zwar in der Art und Weise, dass die erste Modul- 
Anschlussplatte 24 uber einen ersten Bond-Draht 28 mit dem ersten Chip- 
Anschlusskontakt 4 und die zweite Modul-Anschlussplatte 25 iiber einen zweiten Bond- 
Draht 29 mit dem zweiten Chip-Anschlusskontakt 5 und die dritte Modul-Anschlussplatte 
1 5 26 fiber einen dritten Bond-Draht 30 mit dem dritten Oup-Anschlusskontakt 6 und die 
vierte Modul-Anschlussplatte 27 fiber einen vierten Bond-Draht 31 mit dem vierten Chip- 
Anschlusskontakt 7 elektrisch leitend verbunden ist. 

Der Modul 1 und die Leiterrahmenkonfiguration 2 weisen zusatzlich zu den 
vier Modul-Anschlussplatten 24, 25, 26 und 27 eine zwischen den vier Modul- 
Anschlussplatten liegenden Tragerplatte 32 auf, an welcher Tragerplatte 32 der Chip 3 mit 
einer Hilfe einer nicht dargestellten Klebeverbindung befestigt ist. Zum mechanischen 
Zusammenhalten der Modul-Anschlussplatten 24, 25, 26 und 27 und der Tragerplatte 32 
und zum mechanischen Schfitzen des Chips 3 sowie der Chip-Anschlusskontakte 4, 5, 6 
und 7 und der Bond-Drahte 28, 29, 30 und 3 1 ist eine hauptsachlich aus Kunststoff 
bestehende plattenfonnige Schutzhulle 33 vorgesehen, was von bekannten Modulen seit 
langem bekannt ist 

Bei dem Modul 1 und der Leiterrahmenkonfiguration 2 weist jede Modul- 
Anschlussplatte 24, 25, 26 und 27 eine Plattenflache mit einer bestimmten Form auf. 
Hierbei sind die Formen der Plattenflachen der zwei Modul-Anschlussplatten 24, 25 bzw. 
26 und 27 von jedem Paar 22 bzw. 23 gleich und es sind die Formen der Plattenflachen der 
Modul-Anschlussplatten 24, 26 bzw. 25, 27 von verschiedenen Paaren 22 und 23 
unterschiedlich. Die Formen der Plattenflachen der vier Modul-Anschlussplatten 24, 25, 26 
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und 27 ergeben in einer Ausgangs-Position der Modul-Anschlussplatten 24, 25, 26 und 27 
ein bestimtntes Platten-Muster, wie dies aus der Figur 1, aber auch aus den Figuren 2 und 3 
entnommen werden kann. In den Figuren 1 , 2 und 3 sind die Modul-Anschlussplatten 24, 
25, 26 und 27 in der erwahnten Ausgangs-Position dargestellt. Die Formen der 
Plattenflachen der vier Modul-Anschlussplatten 24, 25, 26 und 27 sind hierbei derart 
unterschiedlich, dass bei einem von der in den Figuren 1, 2 und 3 dargestellten Ausgangs- 
Position ausgehenden gemeinsamen Drehen aller Modul-Anschlussplatten 24, 25, 26 und 
27 urn eine in Relation zu den Plattenflachen senkrecht verlaufende und durch den 
Mittelpunkt 8 hindurchgehende Achse das gleiche Platten-Muster stets nach einem 
gemeinsamen Drehen urn jeweils 180° sich ergibt. 

Von jedem Paar 22 bzw. 23 von Modul-Anschlussplatten 24, 25 und 26, 27 
weist die eine Modul-Anschlussplatte 24 bzw. 26 in eine zu der Hauptachse 9 parallel 
verlaufende und von dem Mittelpunkt 8 weg weisende erste Richtung, die durch einen Pfeil 
34 angegeben ist, und weist die andere Modul-Anschlussplatte 25 bzw. 27 in eine zu der 
Hauptachse 9 parallel und zu der ersten Richtung 34 entgegengesetzt verlaufende und von 
dem Mittelpunkt 8 weg weisende zweite Richtung, die durch einen Pfeil 35 angegeben ist. 
Hierbei liegen die in die erste Richtung 34 weisenden Modul-Anschlussplatten 24 und 26 
nebeneinander und sind durch eine Trennzone 36 voneinander getrennt. Weiters liegen die 
in die zweite Richtung 35 weisenden Modul-Anschlussplatten 25 und 27 nebeneinander 
und sind durch eine Trennzone 37 voneinander getrennt. Auf vorteilhafte Weise sind 
hierbei die Formen der Plattenflachen von zwei nebeneinander liegenden Modul- 
Anschlussplatten 24, 26 bzw. 25, 27 unterschiedlich. Die unterschiedlichen Formen der 
Plattenflachen von zwei nebeneinander liegenden Modul-Anschlussplatten 24, 26 bzw. 25, 
27 sind in dem hier vorliegenden Fall als Folge der Charakteristiken der diese zwei Modul- 
Anschlussplatten 24, 26 bzw. 25, 27 trennenden Trennzone 36 bzw. 37 erreicht. Im 
vorliegenden Fall ist das fur die unterschiedlichen Formen der Plattenflachen maBgebliche 
Charakteristikum j eder Trennzone 36 bzw. 37 durch den Verlauf der betreffenden 
Trennzone 36 bzw. 37 gebildet Wie aus den Figuren 1 bis 3 ersichtlich ist, verlaufen die 
zwei Trennzonen 36 und 37 zwischen den nebeneinander liegenden Modul- 
Anschlussplatten 24, 26 und 25, 27 schrag zu der Hauptrichtung 9 und folglich auch schrag 
zu der Nebenrichtung 10. Hierbei verlaufen die zwei Trennzonen 36 und 37 geradlinig. 

Erwahnt sei noch, dass in den Modul-Anschlussplatten 24, 25, 26 und 27 
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Schlitze 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 und 45 vorgesehen sind, auf deren Zweck hier aber nicht 
naher eingegangen ist, weil dies im vorliegenden Zusammenhang unwesentlich ist. Weiters 
sei erwahnt, dass zwischen der Tragerplatte 32 einerseits und den nebeneinander liegenden 
Modul-Anschlussplatten 24 und 26 andererseits ein im wesentlichen U-f5rmig 
verlaufender erster Trennschlitz 46 vorgesehen ist, in welchen ersten Trennschlitze 46 die 
Trennzone 36 miindet Weiters sei erwahnt, dass zwischen der Tragerplatte 32 einerseits 
und den nebeneinander liegenden Modul-Anschlussplatten 25 und 27 andererseits ein im 
wesentlichen U-fdrmig verlaufender zweiter Trennschlitz 47 vorgesehen ist, in welchen 
zweiten Trennschlitz 47 die Trennzone 37 miindet. 

Bei dem Modul 1 gemaB der Figur 1 ist auf vorteilhafte und einfache Weise 
erreicht, dass mit dem Chip 3 des Moduls 1 zwei weitere Bauteile, namlich die 
Cbertragungsspule 12 und der Sicherheitsschalter 13, verbunden werden konnen, wobei 
dieses Verbinden in zwei urn 180° zueinander verdrehten Positionen des Moduls 1 moglich 
ist, was im Hinblick auf ein moglichst einfaches Produzieren des Datentragers 1 1 
vorteilhaft ist, weil der Modul 1 in zwei unterschiedlichen Positionen in den Datentrager 
1 1 eingebracht und mit dem Datentrager 1 1 verbunden werden kann. Aufgrund der 
hinsichtlich der Form der Plattenfiachen paarweise unterschiedlichen Ausbildung der 
Modul-Anschlussplatten 24, 25, 26 und 27 sind die Modul-Anschlussplatten 24, 25, 26 und 
27 und das durch die Modul-Anschlussplatten 24, 25, 26 und 27 gebildete Platten-Muster 
stets auf einwandfreie Weise erkennbar und erforderlichenfells detektierbar, so dass stets 
mit Sicherheit gewahrleistet ist, dass die richtigen weiteren Bauteile mit den hierfur 
vorgesehenen richtigen Modul-Anschlussplatten 24, 25, 26 und 27 in elektrisch leitende 
Verbindung gebracht werden. Dies ist insbesondere bei einer automatisierten Produktion 
von Datentragern von Wichtigkeit, weil bei einer solchen automatisierten Produktion auch 
ein automatisicrtcs Zufuhren von Modulen 1 zu den Datentragerrohlingen von 
Datentragern moglich ist bzw. durchgefuhrt wird, wobei aber auch der unerwunschte Fall 
eintreten kann, dass Module 1 in einer urn die Hauptachse 9 urn 180° gegenuber der in der 
Figur 1 dargestellten Ausgangs-Position gewendeten Position oder in einer urn die 
Nebenachse 10 um 180° gegenuber der in der Figur 1 dargestellten Ausgangs-Position 
gewendeten Position Datentragerrohlingen zugefuhrt werden, was bei einem tatsachlichen 
Einbauen eines in einer solchen gewendeten Position einem Datentragerrohling 
zugefuhrten Moduls 1 zu einem funkuonsunfamgen Datentrager fuhren wflrde, was 
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aufgrund der erfindungsgemaBen Ausbildung des Moduls 1 mit seinen paarweise 
unterscMedlichen Modul-Anschlussplatten aber mit Sicherheit vermieden ist. 

Die Figur 4 zeigt auf schematische Weise weitere Ausbildungsvarianten von 
Leiterrahmenkonfiguration 2 gemaB der Erfmdung. 

Bei der in der linken oberen Abbildung gemaB Figur 4 dargestellten 
Leiterrahmenkonfiguration 2 sind die Trennzonen 36 und 37 keilfdrmig ausgebildet. 

Bei der in der mittigen oberen Abbildung gemaB der Figur 4 dargestellten 
Leiterrahmenkonfiguration 2 sind die Trennzonen 36 und 37 stufenfdrmig ausgebildet. 
Bei der in der rechten oberen Abbildung dargestellten 
) Leiterrahmenkonfiguration 2 sind die zwei Trennzonen 36 und 37 S-fdrmig ausgebildet. 
Diese Trennzonen 36 und 37 konnen aber auch wellenformig, also mehrfach S-fdrmig, 
ausgebildet sein. 

Bei der in der linken unteren AbbUdung gemaB der Figur 4 dargestellten 
Leiterrahmenkonfiguration 2 sind die Trennzonen 36 und 37 bogenformig ausgebildet. 
5 Bei der in der mittigen unteren Abbildung dargestellten 

Leiterrahmenkonfiguration 2 sind zusatzlich zu den zwei Trennzonen 36 und 37, die 
keilfdrmig ausgebildet sind, zwei weitere schrag und geradlinig verlaufende Trennzonen 48 
und 49 vorgesehen, so dass bei dieser Leiterrahmenkonfiguration 2 sechs Modul- 
Anschlussplatten 24, 25, 26, 27, 50 und 51 vorgesehen sind, wobei die funfte Modul- 
20 Anschlussplatte 50 und die sechste Modul-Anschlussplatte 51 ein drittes Paar 56 von 
Modul-Anschlussplatten bilden. Dies heiBt, dass bei einem mit Hilfe dieser 
Leiterrahmenkonfiguration 2 realisierten Modul mit diesem Modul bzw. mit dem Chip 
dieses Moduls insgesamt drei weitere Bauteile elektrisch leitend verbunden werden 
konnen. 

25 Bei den im Vorstehenden beschriebenen Leiterrahmenkonfiguration en 2 ist als 

Charakteristikum fur die paarweise unterscMedlichen Formen der Plattenflachen der 
Modul-Anschlussplatten der Verlauf der vorgesehehen Trennzonen gewahlt Anstelle des 
Verlaufs der Trennzonen kann aber auch der Verlauf der Umfangsbegrenzung der 
nebeneinander liegenden Modul-Anschlussplatten als Charakteristikum fur die 

30 unterscMedlichen Formen der Plattenflachen herangezogen werden. Eine solche 

Leiterrahmenkonfiguration 2 ist in der rechten unteren Abbildung gemaB der Figur 4 
dargestellt Bei dieser I^terrahmenkonfiguration 2 weisen die zwei Modul- 
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Anschlussplatten 24 und 25 des ersten Paares 22 je cine Abschragung 52 bzw. 53 in ihrem 
Umfangsverlauf auf. Die zwei Modul-Anschlussplatten 26 und 27 des zweiten Paates 23 
weisen einen stufenfdnnig ausgebildeten Verlauf 54 und 55 in ihrer Umfangsbegrenzung 
auf. 

5 Es sei,erwahnt, dass die im Vorstchcnden beschriebenen und auch noch weitere 

Ausbildungen von Modulen und Ixaterrahmenkonfigurauon en gemaB der Erfindung auch 
fiir solche Datentrager geeignet sind, die sich nicht nur fur ein kontakdoses 
Kommunizieren, sondern zusatzlich auch noch fur ein kontaktbehaftetes Kommunizieren 
eignen und dementsprechend mit Kommunikationskontakten ausgeriistet sind, 
10 beispielsweise mit Kommunikationskontakten gemaB dem internationalen Standard 
IS07816-2. 

Es sei weiters erwahnt, dass bei einem Datentrager gemaB der Erfindung als 
weiterer Bauteil auch ein sogenannter elektrischer Vierpol zum Einsatz komrnen kann, 
welcher Vierpol vier Anschhisse aufweist, die mit Hilfe von zwei Paaren von Modul- 
Anschlussplatten mit hierfur vorgesehenen Chip-Anschlusskontakten eines Chips dieses 
Moduls verbunden sind. 

Es sei weiters erwahnt, dass ein Datentrager gemaB der Erfindung in Form 
einer Karte ausgebildet sein kann. Ein solcher Datentrager gemaB der Erfindung kann aber 
auch Bestandteil eines Produktes sein und hierbei in das Produkt aufgenommen bzw. 
20 eingebaut sein. Ein solches Produkt kann beispielsweise ein Gerat der 

Unterhaltungselektronik oder ein Kommunikationsgerat, wie ein Mobiltelefon, sein. Ein 
solches Produkt kann aber auch durch einen Reisepass gebildet sein, wobei in eine aus 
Papier bestehende Seite des Reisepasses ein Modul gemaB der Erfindung eingebettet ist. 

Es sei weiters erwahnt, dass bei dem im Vorstehenden beschriebenen Modul 1 
bzw. Datentrager 1 1 gemaB der Erfindung ein Chip 3 in Halbleitertechnologie vorgesehen 
ist. Ein solcher Chip kann aber auch auf Polymer-Basis hergestellt worden sein. 

Es sei weiters erwahnt, dass bei den im Vorstehenden beschriebenen 
Ausfuhrungsbeispielen jeder Modul nur einen Chip enthalt Dies muss nicht unbedingt so 
sein, weil ein solcher Modul auch zwei, drei oder auch noch mehr Chips enthalten kann. 
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Patentanspriiche: 

1 . Modul (1) mit einem Chip (3) mit CMp-Anschlusskontakten (4, 5, 6, 7), 
welcher Modul (1) einen Mittelpunkt (8) aufweist und 

welcher Modul (1) fur die Verwendung in einem zum kontaktlosen Kommunizieren 
5 ausgebildeten Datentrager (1 1) vorgesehen ist, welcher Datentrager (1 1) den Modul (1) mit 
dem Chip (3) mit Chip-Anschlusskontakten (4, 5, 6, 7) und zusatzlich mindestens einen 
mit dem Chip (3) elektrisch leitend verbundenen weiteren elektrischen Bauteil (12, 13) mit 
BauteU-Anschlusskontakten (14, 15, 16, 17) enthalt, wobei das elektrisch leitende 
Verbinden zwischen dem Chip (3) und dem mindestens einen weiteren Bauteil (12, 13) 
1 0 entsprechend zwei entgegengesetzten Polaritaten realisiert werden kann, und 

wobei der Modul (1) einen Chip (3) mit mindestens zwei Paaren (20, 21) von Chip- 
Anschlusskontakten (4, 5, 6, 7) aufweist und 

wobei der Modul (1) mindestens zwei Paare (22, 23; 22, 23, 56) von Modul- 
Anschlussplatten (24, 25, 26, 27; 24, 25, 26, 27, 50, 51) aufweist, 
15 wobei die zwei Modul-Anschlussplatten (24, 25, 26, 27; 24, 25, 26, 27, 50, 51) von jedem 
Paar (22, 23; 22, 23, 56) zum elektrisch leitenden Verbinden mit den Bauteil- 
Anschlusskontakten (4, 5, 6, 7) von je einem von mindestens zwei weiteren Bauteilen (12, 
13) vorgesehen sind und 

wobei jede Modul-Anschlussplatte (24, 25, 26, 27; 24, 25, 26, 27, 50, 51) eine 
20 Plattenflache mit einer bestimmten Form aufweist und elektrisch leitend ausgebildet ist und 
mit einem Chip-Anschlusskontakt (4, 5, 6, 7) elektrisch leitend verbunden ist und 
wobei die Formen der Plattenflachen der zwei Modul-Anschlussplatten (24, 25, 26, 27; 24, 
25, 26, 27, 50, 51) von jedem Paar (22, 23; 22, 23, 56) gleich sind und 
wobei die Formen der Plattenflachen der Modul-Anschlussplatten (24, 25, 26, 27; 24, 25, 

25 26, 27, 50, 5 1) von verschiedenen Paaren (22, 23; 22, 23, 56) unterschiedlich sind und 
wobei die Formen der Plattenflachen der Modul-Anschlussplatten (24, 25, 26, 27; 24, 25, 
26, 27, 50, 51) in einer Ausgangs-Position der Modul-Anschlussplatten ein bestimmtes 
Platten-Muster ergeben und derart unterschiedUch sind, dass bei einem von der Ausgangs- 
Position ausgehenden gemeinsamen Drehen aller Modul-Anschlussplatten (24, 25, 26, 27; 

30 24, 25, 26, 27, 50, 5 1) um eine in Relation zu den Plattenflachen senkrecht verlaufende und 
durch den Mittelpunkt (8) hindurchgehende Achse das gleiche Platten-Muster stets nach 
einem gemeinsamen Drehen um jeweils 1 80° sich ergibt. 
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2. Modul (1) nach Anspruch 1, 

wobei der Modul (1) eine durch den Mittelpunkt (8) hindurchgehende Hauptachse (9) 
aufweist und 

wobei von jedem Paar (22, 23; 22, 23, 56) von Modul-Anschlussplatten die eine Modul- 
5 Anschlussplatte (24, 26; 24, 26, 50) in eine zu der Hauptachse (9) parallel verlaufende und 
von dem Mittelpunkt (8) weg weisende erste Richtung (34) weist und die andere Modul- 
Anschlussplatte (25, 27; 25, 27, 51) in eine zu der Hauptachse (9) parallel und zu der ersten 
Richtung (34) entgegengesetzt verlaufende und von dem Mittelpunkt (8) weg weisende 
zweite Richtung (35) weist und 
10 wobei die in die erste Richtung (34) weisenden Modul-Anschlussplatten (24, 26; 50, 24, 
26) nebeneinander liegen und durch je eine Trennzone (36; 48, 36) voneinander getrennt 
sindund 

wobei die in die zweite Richtung (35) weisenden Modul-Anschlussplatten (25, 27; 25, 27, 
51) nebeneinander liegen und durch je eine Trennzone (37; 49, 37) voneinander getrennt 
15 sindund 

wobei die Formen der Plattenflachen von zwei nebeneinander liegenden Modul- 
Anschlussplatten (24, 26, 27, 25; 50, 24, 26, 27, 25, 51) unterschiedlich sind. 

3. Modul (1) nach Anspruch 2, 

wobei die Formen der Plattenflachen von zwei nebeneinander liegenden Modul- 
20 Anschlussplatten (24, 26, 27, 25; 50, 24, 26, 27, 25, 51) als Folge der Charakteristiken der 
these zwei Modul-Anschlussplatten trennenden Trennzone (36, 37; 48, 36, 37, 49) 
unterschiedlich sind. 

4. Modul (1) nach Anspruch 3, 

wobei zumindest eine zwischen zwei nebeneinander liegenden Modul-Anschlussplatten 
25 (24, 26, 27, 25; 50, 26, 25, 5 1) liegende Trennzone (36, 37; 48, 49) schrag zu der 
Hauptrichtung verlauft. 

5. Modul (1) nach Anspruch 4, 

wobei die Trennzone (36, 37; 48, 49) geradlinig verlauft. 

6. Modul (1) nach Anspruch 1, 

30 wobei die Modul-Anschlussplatten (24, 25, 26, 27; 24, 25, 26, 27, 50, 5 1 ) mit Hilfe von 
einer Leiterrahmenkonfiguration (2) hergestellt worden sind. 

7. Datentrager(ll), 
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der zum kontaktlosen Kommunizieren ausgebildet ist und 

der einen Modul (1) mit einem Chip (3) mit Chip-Anschlusskontakten (4, 5, 6, 7) und 
zusatzlich mindestens einen mit dem Chip (3) elektrisch leitend verbundenen weiteren 
elektrischenBauteil (12, 13) mit Bauteil-Anschlusskontakten (14, 15, 16, 17) enthalt, und 

5 wobei der Modul (1) nach einem der Anspriiche 1 bis 7 ausgebildet ist und 

wobei die Modul-Anschlussplatten (24, 25, 26, 27; 24, 25, 26, 27, 50, 51) von jedem Paar 
(22, 23; 22, 23, 56) von Modul-Anschlussplatten mit den Bauteil-Anschlusskontakten (14, 
15, 16, 17) von je einem von mindestens zwei weiteren Bauteilen (12, 13) verbunden ist. 

8. Leiterrahmenkonfiguration (2), die zur Herstellung von einem Modul (1) 
10 nach einem der Ahspriiche 1 bis 7 vorgesehen ist und die einen Mittelpunkt (8) autweist, 
wobei die Leiterrahmenkonfiguration (2) mindestens zwei Paare (22, 23; 22, 23, 56) von 
Modul-Anschlussplatten (24, 25, 26, 27; 24, 25, 26, 27, 50, 51) autweist, 
wobei die zwei Modul-Anschlussplatten (24, 25, 26, 27; 24, 25, 26, 27, 50, 51) von jedem 
Paar (22, 23; 22, 23, 56) zum elektrisch leitenden Verbinden mit den Bauteil- 

15 Anschlusskontakten (4, 5, 6, 7) von je einem von mindestens zwei weiteren Bauteilen (12, 
13) vorgesehen sind und 

wobei jede Modul-Anschlussplatte (24, 25, 26, 27; 24, 25, 26, 27, 50, 51) eine 
Plattenflache mit einer bestimmten Form autweist und elektrisch leitend ausgebildet ist und 
mit einem Chip-Anschlusskontakt (4, 5, 6, 7) elektrisch leitend verbunden ist und 

20 wobei die Formen der Plattenflachen der zwei Modul-Anschlussplatten (24, 25, 26, 27; 24, 
25, 26, 27, 50, 51) von jedem Paar (22, 23; 22, 23, 56) gleich sind und 
wobei die Formen der Plattenflachen der Modul-Anschlussplatten (24, 25, 26, 27; 24, 25, 
26, 27, 50, 51) von verschiedenen Paaren (22, 23; 22, 23, 56) unterschiedhch sind und 
wobei die Formen der Plattenflachen der Modul-Anschlussplatten (24, 25, 26, 27; 24, 25, 

25 26, 27, 50, 5 1) in einer Ausgangs-Position der Modul-Anschlussplatten ein bestirnmtes 
Platten-Muster ergeben und derart unterschiedhch sind, dass bei einem von der Ausgangs- 
Position ausgehenden gemeinsamen Drehen aller Modul-Anschlussplatten (24, 25, 26, 27; 
24, 25, 26, 27, 50, 51) um eine in Relation zu den Plattenflachen senkrecht verlaufende und 
durch den Mittelpunkt (8) hindurchgehende Achse das gleiche Platten-Muster stets nach 

30 einem gemeinsamen Drehen um jeweils 1 80° sich ergibt. 

9. Leiterrahmenkonfiguration (2) nach Anspruch 8, 
wobei die Leiterrahmenkonfiguration (2) eine durch den Mittelpunkt (8) hindurchgehende 
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Hauptachse (9) aufweist und 

wobei von jedem Paar (22, 23; 22, 23, 56) von Modul-Anschlussplatten die eine Modul- 
Anschlussplatte (24, 26; 24, 26, 50) in eine zu der Hauptachse (9) parallel verlaufende und 
von dem Mittelpunkt (8) weg weisende erste Richtung (34) weist und die andere Modul- 
5 Anschlussplatte (25, 27; 25, 27, 51) in eine zu der Hauptachse (9) parallel und zu der ersten 
Richtung (34) entgegengesetzt verlaufende und von dem Mittelpunkt (8) weg weisende 
zweite Richtung (35) weist und 

wobei die in die erste Richtung (34) weisenden Modul-Anschlussplatten (24, 26; 50, 24, 
26) nebeneinander liegen und durch je eine Trennzone (36; 48, 36) voneinander getrennt 
10 sindund 

wobei die in die zweite Richtung (35) weisenden Modul-Anschlussplatten (25, 27; 25, 27, 
51) nebeneinander liegen und durch je eine Trennzone (37; 49, 37) voneinander getrennt 
sindund 

wobei die Fonnen der Plattenflachen von zwei nebeneinander liegenden Modul- 
1 5 Anschlussplatten (24, 26, 27, 25; 50, 24, 26, 27, 25, 5 1) unterschiedUch sind. 

10. Leiterrahmenkonfiguration (2) nach Anspruch 9, 

wobei die Fonnen der Plattenflachen von zwei nebeneinander liegenden Modul- 
Anschlussplatten (24, 26, 27, 25; 50, 24, 26, 27, 25, 51) als Folge der Charakteristiken der 
diese zwei Modul-Anschlussplatten trennenden Trennzone (36, 37; 48, 36, 37, 49) 
20 unterschiedlich sind. 

1 1 . Leiterrahmenkonfiguration nach Anspruch 1 0, 

wobei zumindest eine zwischen zwei nebeneinander liegenden Modul-Anschlussplatten 
(24, 26, 27, 25; 50, 26, 25, 51) liegende Trennzone (36, 37; 48, 49) schrSg zu der 
Hauptrichtung verlauft. 
25 12. Leiterrahmenkonfiguration nach Anspruch 11, 

wobei die Trennzone (36, 37; 48, 49) geradlinig verlauft. 
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Zusatnmenfassung 

Modul mit mindestens zwei Paaren von Modiil-Anschlussplatten 



Bei einem Modul (1) fur einen zum kontaktlosen Kommuniziercn 
ausgebUdeten Datentrager (1 1) weist der Modul (1) einen Chip (3) mit mindestens zwei 
Paaren (20, 21) von Chip-Anschlusskontakten (4, 5, 6, 7) und mit mindestens zwei Paare 
(22, 23) von Modul-Anschlussplatten (24, 25, 26, 27) auf, wobei die Formen der 
Plattenflachen der Modul-Anschlussplatten (24, 25, 26, 27) in einer Ausgangs-Position ein 
bestimmtes Plattenmuster ergeben und hinsichthch der Form der Plattenflachen derart 
unterschiedlich sind, dass bei einem Verdrehen aller Modul-Anschlussplatten (24, 25, 26, 
27) urn einen Mittelpunkt (8) des Moduls (1) das gleiche Platten-Muster sich nach jeweils 
180° ergibt. 

(Figur2) 
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FIG. 3 
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